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Vynélez se tykd hybridnich integrovanych
obvodit a fe8i podloZku pro tyto obvody. Na
kovovém nosi€i z médi nebo fosforového
bronzu je pevné pfipojena izolafni vrstva. o
Izoladni vrstva je vytvdfena z polyimidove f0-
lie. Izolaéni vrstva miZe byt po obou stra-
ndch opatfena vrstvami adheznimi z fluoro-
karbondtového filmu. Na protilehlé strané
vzhledem ke kovovému nosiéi je na izolal-

ni vrstvd napldtovana kovova idiie vytvofe- 9 -
nd z médi. Na kovovém nositi miZe byt vy- AN
tvorfeno udkolik spolu pevnd spolenych

vistev, ve kterych se sifldd izoladni vrstva

s kovovou fQlii. <
Vynalez je definovdn ve tfech bodech, z

nichZ prvni nejlépe vystihuje podstatu. Vy-

nélez se vyuZije p¥i vyrob& hybridnich inte-

grovanych obvodi.
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Vyndlez se tykd podloZzky pro mikroelek-
tronické obvody uréené pro vyrobu integro-
vanych hybridnich obvodi.

Pro vytvdfeni hybridnich integrovanych
obvodl se vétSinou pouZivd podloZky z ko-
rundového keramického materidlu, napfi-
klad kysliéniku hlinitého. Jsou znédmy téZ
kovové podloZky, které jsou na celém po-
vrchu opatfeny emailovou vrstvou. PodloZka
vytvolend z keramického materidlu i pod-
loZky vytvofené z kovu, uréuji mechanické
vlastnosti obvodu. Nevyhodou keramickych
podloZek je, Ze maji men3i tepelnou vodivost
neZ kovové podloZky.

PodloZka vytvofend z keramického mate-
ridlu i podloZky vytvofené z kovu uréuji me-
chanické vlastnosti obvodu. Nevyhodou ke-
ramickych podloZek je, Ze maji mensi tepel-
nou vodivost neZ kovové podloZky. ProtoZe
je obtizné u keramickych podloZek dodrZet
pfi vétSich plochdch poZadované geometric-
ké tolerance tloustky, rovinnosti a klinovi-
tosti, pouZivaji se jen vyjimetn& keramické
podloZky vétSi neZ 50 X 50 mm. Vzhledem ke
znag¢né - tvrdosti kysliéniku hlinitého — ko-
rundu a vzhledem ke kFehkosti téchto pod-
loZek, vyZaduje dé&leni pri vicendsobném
tisku obvoddl specidlnich néstrojli, jako jsou
laser a diamant. Je proto obtiZzné vytvéret
sloZit&j8i—geometrické tvary ohraniené
pfimkami i kfivkami & opatifené otvory.

Kovové podloZky opatfené emailovou vrst-
vou maji sice lep3i tepelnou vodivost, ale
s ohledem na mechanické vlastnosti emailu
je obtiZné dé&leni na jednotlivé obvody pfi
vicendsobném tisku a v misté déleni zlstavd
¢4st neizolované kovové vrstvy. Je nebezpedi
zkratu a koroze. V misté déleni se téZ sni-
Zuje prilnavost emailu, ktery se odlupuje
od kovové vrstvy.

Spolegnou nevyhodou v obou piipadech je,
Ze se vodivé drdhy vytvali pomoci vodivych
past sitotiskem. Tyto vodivé pasty je nutno
po tisku vypalovat. U emailovych povlakil
je nutno pouZivat zvlaStni pasty, které jsou
drahé.

Cena vodivych vypalovacich past je ve-
smés vysokd. To je zplsobeno tim, Ze tyto
pasty obsahuji stfibro, zlato, platinu, paléa-
dium a nebo jejich sloudeniny. Existuji sice
pasty levnéj3i, vytvofené z mé&di nebo jejich
slougenin, ale ty vyZaduji navic vypalovéani
v ochranné atmosféfe. Technologie tisku a
vypalovani past klade vysoké poZadavky na
gistotu prostredi, zejména nizkou praSnost.
VyZaduje téZ konstantni teplotu a vlhkost
prostiedi.

PFi vyrobé plo3nych speoji se pouZivd dvou
spojenych vrstev, z nichZ jedna je vytvolena
Z izola&niho materidlu a druhé je vytvofrena
z elektricky vodivého materidlu. Izola&ni
vrstva uréuje nejen izoladni, ale také me-
chanické vlastnosti plo3ného spoje. Vodivd
vrstva slouZi pro vytvofeni poZadované sitd
elektrickych spojii, napfiklad technikou lep-
tédni pomoci tzv. masky. Uvedené dvé vrstvy
se mohou né&kolikrat opakovat a vytvoii se
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vicevrstvy plo3ny spoj. ProtoZe izolaéni vrst-
va urfuje mechanické vlastnosti musi byt
dostate¢né silnd, aby byla dostate¢n€ mecha-
nicky odolnd. To mé za nésledek, Ze izola&ni
vrstva méd malou tepelnou vodivost a tim
i malou teplnou zatiZitelnost na jednotku
plochy. P¥i vyrob& plosnych spojli je zndmé
téZ usporddant, kde na kovové podloZce je
izolalni vrstva a na té je vodivd kovova
vrstva. ProtoZe se v technice plo3nych spo-
ji pracuje s diskrétnimi soufdstkami, je tfe-
ba zajistit aby vyvody soutdstky kovovd vrst-
va podloZky nezkratovala. Proto se v mis-
tech vyvodd kovova vrstva odstraiiuje ob-
vykle odvrtanim.

Tyto nedostatky odstraifiuje podloZka pro
mikroelektronické obvody podle vynéalezu.
Podstata vynélezu spo¢ivd v tom, Ze na ko-
vovém nosi¢i vytvoreném napriklad z médi
nebo fosforového bronzu o tlou$tce 0,5 aZ
2 mm je pevné pilipojena napiiklad slami-
novédnim izolaéni vrstva, napfiklad polyimi-
dové, o tlouStce 15 aZ 100 mikront a na izo-
laéni vrstvu je pfipevnéno napiiklad naplé-
tovdnim kovova f6lie, napfiklad m&déna
o tloustce aZ 70 mikrond. .

Uginek vyndlezu se zvysi tim, Ze izolalni
vrstva je opatfena na obou strandch adhez-
nimi mezivrstvami, napiiklad z fluorokarbo-
nédtového filmu o tloustce 3 aZ 15 mikrond.
Dal3tho zvySeni Géinku vynédlezu se dosdhne
tim, Ze na kovovém nosi¢i je vytvofeno né-
kolik spolu pevné spojenych vrstev, ve kte-
rych se stiidd izolacdni vrstva s kovovou
folii

Vyhodou uspoiddani podle vynélezu je, Ze
vodivé drdhy se vytvaii jednoduchym zpd-
sobem, a to napiiklad odleptdnim kovové
félie. Kovovéd félie je mé&dénd a nevyZaduje
dodateéné vypalovani. Vytvdreni vodivych
drah odleptdnim umoZiiuje vytvafet uzsi vo-
divé drdhy a tim vytvorit i v8tSi hustotu
vodivych drah na jednotku plochy, coZ je
podminkou pro vétsi hustotu integrace. Vy-
hodou je téZ, %e tato technologie neni né-
rofnd na vytvareni zvlaStnich klimatickych
podminek.

Pokud se uZiva uSlechtilych materiald jako
zlata, nandsi se jen v ‘minimdlni tlouStce 2
aZ 3 mikrony, a to je$té pouze v mistech
pripojeni kontakt zlatymi dréatky.

Kovovd vrstva z mé&di nebo fosforového
bronzu umoZiiuje ve srovnani s keramickou
podloZkou desetindsobn& rychlej$i odvod
tepla. Mechanické vlastnosti umoZiiuji pou-
Zit Yezani, stiihani a lisovdni pfi déleni vice-
nasobného tisku. UmoZiiuji téZ vytvaiet li-
bovolnou plodnou geometrii obvodu. ProtoZe
izoladni vrstva nemd funkci mechanického
nosite, miZe byt velmi tenkd, Fddove desitky
mikrontt a nemd podstatny vliv na odvod
tepla.

Pri pouZiti podloZek podle vyndlezu se
nekladou tak vysoké poZadavky na dodrZeni
rozmérovych toleranci. To proto, Ze podloZ-
ka je pruZnéjsi neZ keramickd a vytvafen{
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vodivych drah se déje jinou technologii.. -

PodleZky je moZno plipravit ve v&tsi plo3e,
naptiklad 1 &tvereény metr a vytvoleni ko-
nedné plochy se dosdhne jednoduchymi me-
chanickymi prostfedky, jako je stfihéni, fe-
zdni a podobné. Pomé&rné jednodule se vy-
tvari i sloZitdjsi geometrické tvary podloZek
jako je mezikruZi, elipsy a mnohothelniky.

Pfiklad provedeni podloZky podle vyndle-
zu je na vykresu. Je to ¢dst podloZky pro
hybridni integrovany obvod v axonometric-
kém pohledu.

Kovovy nosit 1 je vytvofen jako mé&déna
deska o tlou3tce 0,63 mm. Kovovy nosi¢ mtize
byt vytvoien téZ z fosforového bronzu nebo
jiného vodivého materidlu jako je pomé&dény
ocelovy plech, p¥ipadné plech z hliniku ne-
bo jeho slitin. Kovovy nosi¢ 1 urluje zd-
kladni fyzikdlni vlastnosti hybridniho obvo-
du. Jsou to tepelnd a pfipadné& elektricka
vodivost, mechanicka obrobitelnost, pevnost
a pruZnost a rozmérova stdlost. Ke kovove-
mu nosici 1 je pevné pripojena izolagni vrst-
va 2. Izolatni vrstva 2 je vytvorena z poly-
imidové folie o tloustce 40 mikronil. Je moZ-
no pouZit téZ jiny druh plastové folie, ktera
mé vysokou tepelnou odolnost a schopnost
pevnd se spojit pi¥ipadn& i pFi pouZiti vys-
§ich teplot a tlak® s kovovym nositem 1.

Izoladni vrsiva 2 slouZi k elektronickému
oddéleni kovového nosice 1 od sité elektric-
kych vodivych cest vytvorenych z kovové
folie 5. PoZaduje se, aby izola&ni vistva 2
byla vytvoiena tak, Ze jednak elektricky izo-
luje kovovou fdlii 5, ze které jsou vytvoleny
vodivé cesty od kovového nosi¢e 1 a sou-
gasnd se poZaduie, aby izolaéni vrstva Z jen
minimalng bréanila odvodu tepla z kovové
folie 5 do kovového nosite 1. Teplo v kovove
f6lii 5 vznikd jednak pii vysoké proudové
hustoté v jednotlivych vodivych cestdach a
jednak prenosem od zah¥atych jednotlivych
aktivnich a pasivnich prvk{, které jsou s
vodivymi cestami spojeny.

Vzajemn#& protichtidny poZadavek na elek-
trickou izolaci a dobry odvod tepla se Fesi
tipravou tloudtky izola¢ni vrstvy 2 podle fy-
zikdlnich v]astnosti pouZitého materidlu. Izo-
lagni vrstva 2 je na obou strandch opatiena
adheznimi vrstvami 3, 4. Tyto mezivrstvy 3,
4 jsou vytvoteny z fluorokarbondtového fil-
mu o tlouStce 3 aZ 15 mikroni. TlouStka
obou adheznich vrstev je stejnd. Prvni ad-
hezni mezivrstva 3 slouZi k zajist&ni doko-
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. nalgho spojeni koyového nosiée 1.s izolatni.

vrstvou 2. Druhd adhezni mezivrstva 4 slou-
71 k pevnému spojei izola¢ni vrstvy 2 s ko-
vovou fo6lii 5. Kovova félie 5 je z mé&di o sile
17 mikrond. Tloudtka kovové folie 5 se miZe
pohybovat v rozmezi 4 aZ 70 mikront. Ko-
vova folie 5 mfhZe byt vytvofena téZ z jiné-
ho elektricky vodivého materidlu, napiiklad
z hliniku nebo jeho slitin. Kovova félie 5
slouZi k vytvofeni poZadované sité elektric-
ky vodivych cest.

PodloZka pro mikroelektronické obvody se
vytvari takto:

Nejprve se kovovy nosié 1 vytvofeny z
médéné desky obrousi oboustranng, odmasti
a ofisti. Na jednu stranu kovové podloZky 1
se umisti sucha izolatni vrstva 2 tvofend
polyimidovou f6lif, opatfenou po obou stra-
nach fluorokarbonédtovou adhezni vrstvou 3,
4. Na druhou stranu tj. adhezni vrstvu 4 se
poloZi odma3ténd a vysuSend folie 5. Celek
se vlo# mezi rovnob&Zné kovové desky a
vzdjemng se slisuje p¥i soutasném plsobeni
tepla.

Po vychladnuti a kontrole se vytvori che-
mickym leptanim v kovové f6lii 5 vodivé
cesty jednotlivych obvodfl. Tak jsou plipra-
veny podioZky pro vytvareni hybridnich in-
tegrovanych obvodf. Pokud je na jedné des-
ce vytvo¥eno n&kolik podloZek (obvodil],
potom se deska rozdéli na jednotlivé podloz-
ky rozstfihdnim, Fezdnim nebo lisovanim.
Na podloZky se usazuji jednotlivé elektricke
prvky jako jsou &ipy monolititickych inte-
gravanych obvodi, polovodi¢ii, kondezatord
a odporfl. Po vsazeni se jednotlivé prvky
propoji podle predepsaného zapojeni s pii-
slusnymi vodivymi drahami a mezi sebou.

Jestlie se pfi propojovani jednotlivych
elektrickych prvki hybridniho integrované-
ho obvodu vodivymi drahami zjisti, Ze do-
chéazi ke kfiZeni voedivych drah v roving,
potom se vytvofl vodivé drdhy v nékolika
vrstvach. Jednotlivé vrstvy jsou vzdjemné
odd8leny izolagni vrstvou 2. Propojeni jed-
notlivych vodivych drah se v rfiznych vrst-
vdch provadi vertikdlnim spojem. Vytvaleni
vicevrstvého spoje se provadi stejnym tech-
nologickym zpiisobem.

Vyndlezu se vyuZije pfi vyrob& podloZek
pro hybridni integrované obvody.
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PREDMET VYNALEZU

1. PodloZka pro mikroelektronické obvo-
dy, vyznatujici se tim, Ze na kovovém nosidi
(1) vytvoreném napfiklad z m&di nebo fos-
forového bronzu o tloustce 0,5 aZ 2 mm je
pevné pripojena napiiklad laminovanim izo-
lagni vrstva (2], napfiklad polyimidovd o
tloudtce 10 aZ 80 mikrondi a na izolaéni vrst-
vé (2) je pFipevnéna, napiiklad napldtova-
nim, kovovéa félie (5), napfiklad médénad o
tloustce 4 aZ 70 mikronf.

2. PodloZka pro mikroelektronické obvody

podle bodu 1, vyznadujici se tim, Ze izoladni
vrstva {2) je opatfena na obou stranich
adheznimi mezivrstvami (3, 4), napfiklad z
fluorokarbondtového filmu, o tloustce 2 aZ
25 mikront.

3. PodloZka pro mikroelektronické obvody
podle bodl 1 a 2, vyznacujici se tim, Ze na
kovovém nosi¢i (1) je vytvofeno nékolik
spolu pevné spojenych vrstev, ve kterych: se
sti{dé4 izolaéni vrstva (2) s kovovou £6lif [5]).

1 list vykrest
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